
Laserverfahren im Vergleich:
UKP-Laserverfahren vs. klassische Verfahren

Min. erzielbarer 
Bohrungsdurch-
messer

Erzielbare 
Toleranzen

Erzielbares 
Aspektverhältnis*

Erzielbare 
Packungsdichte**

Bohrgeometrie Materialstärken Materialart

Lasermikro-
bearbeitung mit 
UKP-Laser

1-2 µm 0,5-1 µm bis 1 zu 10
(Perkussion)
bis 1 zu 30

(Trepanieren)

sehr hoch - zylindrisch
- positiv konisch
- negativ konisch

≤ 100 µm
- Metalle
- Halbleiter
- Keramik
- Glas
- Kunststoff e

5-20 µm 2-5 µm hoch bis mittel > 100 µm bis ≤ 500 µm

20-100 µm 5-10 µm hoch bis mittel
- zylindrisch
- negativ konisch

> 500 µm bis ≤ 1000 µm

> 200 µm 10-20 µm bis 1 zu 30
(Trepanieren) mittel > 500 µm bis ≤ 1500 µm

Lasermikro-
bearbeitung mit 
Kurzpulslaser

10-50 µm 5 µm bis 1 zu 10
(Perkussion)
bis 1 zu 30

(Trepanieren)

hoch
- zylindrisch
- positiv konisch
- negativ konisch

> 100 µm bis ≤ 1500 µm

- Metalle
- Halbleiter
- Keramik
- Glas
- Kunststoff e

Lasermikro-
bearbeitung mit 
Langpulslaser

> 50 µm 5-10 µm hoch bis mittel -negativ konisch > 300 µm bis ≤ 3000 µm - Metalle
- Kunststoff e

Mikroätzen 20 µm 5 µm

1 zu 1 hoch - zylindrisch
- konisch

20-400 µm
- Metalle
- Legierungen
- Kunststoff e

Mikrogalvanik/ 
Electroforming

2 µm 1 µm 5-1200 µm Nickel

* Durchmesser zu Materialstärke
** Durchmesser zu Fläche
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